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Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn fur die von CENELEC am 2013-01-15 angenommene Europdische Norm als DIN-Norm
ist 2013-08-01.

Nationales Vorwort
Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN EN 60191-6-22:2011-08.

Fur dieses Dokument ist das nationale Arbeitsgremium UK 631.4 ,Gehduse fur Halbleiterbauelemente® der
DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE (www.dke.de)
zustandig.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom SC 47D ,Semiconductor devices packaging® erarbeitet. Dieses hat
wahrend der Veroffentlichung der vorliegenden Norm seinen Titel geandert, so steht im Vorwort der
EN 60191-6-22 noch der bisherige Titel des IEC/SC 47D.

Eine Liste mit allen Teilen der Normenreihe IEC 60191 mit dem allgemeinen Titel ,Mechanical
Standardization of Semiconductor Devices® kann auf der IEC-Website gefunden werden.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zu dem Datum (stability date)
unverandert bleiben soll, das auf der IEC-Website unter ,http://webstore.iec.ch® zu dieser Publikation
angegeben ist. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die Publikation
bestatigt,

zurlckgezogen,

durch eine Folgeausgabe ersetzt oder

geandert.

Fir den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste gultige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fir den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ergibt sich, soweit ein
Zusammenhang besteht, grundsatzlich tGber die Nummer der entsprechenden IEC-Publikation. Beispiel:
IEC 60068 ist als EN 60068 als Europaische Norm durch CENELEC Utbernommen und als DIN EN 60068 ins
Deutsche Normenwerk aufgenommen.
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EUROPAISCHE NORM EN 60191-6-22

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Marz 2013

ICS 31.080.01

Deutsche Fassung

Mechanische Normung von Halbleiterbauelementen —
Teil 6-22: Allgemeine Regeln flr die Erstellung von Gehausezeichnungen von
SMD-Halbleitergehausen —
Konstruktionsleitfaden fur Halbleitergehause Si-Feinraster-Ball-Grid-Array und

Si-Feinraster-Land-Grid-Array (S-FBGA und S-FLGA)
(IEC 60191-6-22:2012)

Mechanical standardization of semiconductor Normalisation mécanique des dispositifs a

devices — semiconducteurs —

Part 6-22: General rules for the preparation of outline Partie 6-22: Régles générales pour la préparation des
drawings of surface mounted semiconductor device dessins d’encombrement des dispositifs a

packages — semiconducteurs a montage en surface —

Design guide for semiconductor packages Silicon Guide de conception pour les boitiers matriciels a
Fine-pitch Ball Grid Array and Silicon Fine-pitch Land billes et a pas fins en silicium et boitiers matriciels a
Grid Array (S-FBGA and S-FLGA) zone de contact plate et a pas fins en silicium (S-
(IEC 60191-6-22:2012) FBGA et S-FLGA)

(CEI 60191-6-22:2012)

Diese Europaische Norm wurde von CENELEC am 2013-01-15 angenommen. Die CENELEC-Mitglieder
sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind,
unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben
ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben
sind beim CEN-CENELEC Management Centre oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine
Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch
Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem CEN-CENELEC Management Centre mitgeteilt
worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Bulgarien,
Déanemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den
Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der
Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Turkei, Ungarn, dem Vereinigten
Konigreich und Zypern.

CENELEC

Europaisches Komitee fiir Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2013 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten.
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Vorwort

Der Text des Dokumentes 47D/812/CDV, zukunftige Ausgabe 1 der IEC 60191-6-22, erarbeitet durch
SC 47D ,Semiconductor packaging“ des IEC TC 47 ,Semiconductor devices®, wurde zur parallelen IEC-
CENELEC-Abstimmung vorgelegt und von CENELEC als EN 60191-6-22:2013 angenommen.
Nachstehende Daten wurden festgelegt:
— spatestes Datum, zu dem dieses Dokument auf

nationaler Ebene durch Veréffentlichung einer

identischen nationalen Norm oder durch Anerkennung

Ubernommen werden muss (dop):  2013-10-15
— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die

diesem Dokument entgegenstehen, zuriickgezogen

werden miissen (dow):  2016-01-15
Es wird auf die Mdoglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte beriihren

kénnen. CENELEC [und/oder CEN] sind nicht dafir verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 60191-6-22:2012 wurde vom CENELEC ohne irgendeine Ab&nderung
als eine Europaische Norm angenommen.

In der offiziellen Fassung sind unter ,Literaturhinweise” zu den aufgelisteten Normen die nachstehenden
Anmerkungen einzutragen:

IEC 60191-6 ANMERKUNG Harmonisiert als EN 60191-6.
IEC 60191-6-5 ANMERKUNG Harmonisiert als EN 60191-6-5.

IEC 60191-6-12 ANMERKUNG Harmonisiert als EN 60191-6-12.
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1 Anwendungsbereich

Dieser Teil von IEC 60191 enthalt die Gehausezeichnungen und Abmessungen, die fir alle Bauarten und
Werkstoffe von Gehausen fur Ball-Grid-Arrays (BGA) und Land-Grid-Arrays (LGA) auf Si-Basis gemeinsam
sind.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fur die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

Keine

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

31

S-SBGA

Feinraster-Ball-Grid-Array (FBGA) mit Silizium-Chip, dielektrische(n)r Schicht(en) auf dem Chip und
Drahtleitungen, die von den Chipanschlissen zu den &uRersten Kugeln auf der (den) dielektrischen
Schicht(en) fihren, wobei die Hohe der duRersten Kugeln mindestens 0,1 mm betragt

3.2

S-FLGA

Feinraster-Land-Grid-Array (FLGA) mit Silizium-Chip, dielektrische(n)r Schicht(en) auf dem Chip und
Drahtleitungen, die von den Chipanschlissen zu den dufersten Loétflachen auf der (den) dielektrischen
Schicht(en) fiihren, wobei die Hohe der auRersten Lotflachen hochstens 0,1 mm betragt

4 Benummerung der Anschlussposition

Wenn man ein Gehause von der Anschlussseite mit der Indexecke in der linken unteren Ecke betrachtet, sind
die Anschlusszeilen von unten nach oben beginnend mit A, dann B, C, ..., AA, AB usw. beschriftet, wahrend
die Anschlussspalten von links nach rechts, beginnend mit 1, nummeriert sind. Die Anschlusspositionen sind
durch ein Matrixsystem mit Zeilen und Spalten bestimmt und werden mit einer alphanumerischen
Kennzeichnung angegeben, z. B. A1, B1.

Die Buchstaben |, O, Q, S, X und Z dirfen nicht fur die Beschriftung der Anschlusszeilen verwendet werden.

5 Kennzeichnung der GehausenennmaRe

Die Kennzeichnung der Gehausenennmale definiert sich Uber die Kombination aus Gehausebreite E und
Lange D, welche in hundertstel Millimeter angegeben werden.
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